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Die s.e.t. electronics AG ist ein inhabergefiihrtes und mittelstdndisches Familienunternehmen mit Standorten in Ménchen-

gladbach und Lubsko (Polen). Mit ca. 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Elektronik positioniert sich die
s.e.t. electronics AG als einer der fiihrenden EMS-Anbieter (Electronic Manufacturing Services) am Niederrhein. Die Kunden-
struktur setzt sich aus mittelstindischen Unternehmen in Deutschland, dem angrenzenden Ausland sowie aus international
tatigen Unternehmen zusammen. Die s.e.t. electronics AG entwickelt und produziert fiir ihre Kunden Elektronikprodukte fiir

verschiedenste Anwendungen.
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